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Abstract (en)
The item (1) has aesthetic elements (3) such as enamel, integrated to a support (2) by inlaying through hot forming, where the support is made of
amorphous material. The material has viscosity to permit the material to interfere into recess for the solid fixation of the aesthetic elements into the
support. The aesthetic elements are semi-transparent to permit visualization through the item. The support has a cavity in which the elements are
inlayed, where the cavity has vertical and inclined sides.

Abstract (fr)
La présente invention concerne une piece décorative (1) comprenant une premiere (2) et une seconde partie (3). La seconde partie (3) est
solidarisée dans la premiére (2) par incrustation. L'invention se caractérise par le fait qu'au moins l'une des parties (2, 3) est réalisée en matériau au
moins partiellement amorphe.
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